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С. Тишкин. Мы видим свою миссию в том, чтобы преодолеть 
недоверие к контрактному производству  ..........................................  № 2, с. 12
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компонентов и приводов  ...................................................................  № 9, с. 18
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для терморегуляции мощной электроники  .......................................  № 8, с. 62
Ш. Шугаепов, Е. Ермолаев, В. Егошин, С. Дорофеева. 
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аппаратуры изделий систем управления: самоконтроль плат 
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С. Новиков, Н. Плуготаренко. Метод обработки данных 
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А. Дудин, Н. Кацавец, Д. Красовицкий, А. Филаретов, 
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нормАтивное регулировАние
Ю. Ковалевский. Совершенствование законодательства 
о поддержке отечественных производителей промышленной 
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